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Abstract (en)
The surface (5) of the object (3) is pretreated, to receive the coating (1) containing distributed diamond crystals. An Independent claim is included for
the high thermal conductivity-, especially aluminum, object so coated.

Abstract (de)
Es wird auf einem metallischen, eine hohe Warmeleitfahigkeit aufweisenden Gegenstand eine insbesondere antihaftenden Beschichtung (1)
mit eingelagerten Diamantkristallen aufgebracht. Der Gegenstand (3) ist bevorzugt als Kiichengerat zum Braten, Backen etc. sowie bei anderen
Gelegenheiten verwendbar, bei denen eine gleichmaiige Erwérmung Gber einen moglichst gro3en Flachenbereich gewlinscht bzw. gefordert
ist. Der Gegenstand (3) selbst besteht vorzugsweise im wesentlichen aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung, kann aber auch aus Stahl
oder Eisen oder Kupfer bestehen. Die Diamantkristalle enthaltende Beschichtung (1) wird auf eine vorbehandelte Oberflache des Gegenstands
(3) aufgebracht. Die Beschichtung (1) ist vorzugsweise eine Hartschicht, welche eine Aluminiumoxid/Titandioxid-Mischschicht sein kann. Auf die
unmittelbar auf dem Gegenstand liegende Beschichtung (1) kann eine weitere, vorzugsweise eingeférbte Antihaftschicht (9) und tber dieser eine
Deckschicht (11) aufgebracht werden. <IMAGE>
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